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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines elektrisch leitenden Kontaktelements (1), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:a)
Bereitstellen eines Metallbands (10) mit einer Oberseite (11) und einer der Oberseite (11) gegenuberliegenden Unterseite (12),b) Einbringen von
in Langsrichtung des Metallbands (10) verlaufenden, keilfdrmigen Nuten (13) als Sollbruchstellen in die Oberseite (11) und/oder die Unterseite
(12) des Metallbands (10), so dass Bandbereiche (14) entstehen, die durch die Nuten (13) begrenzt sind,c) Prdgen von zueinander beabstandeten
Vertiefungen (20) in mindestens eine der beiden Seiten (11, 12) des Metallbands (10), so dass auf der gegeniiberliegenden Seite (12, 11) des
Metallbands (10) zueinander beabstandete Erhebungen (21, 22) geformt werden, wobei das Pragen so erfolgt, dass das Metallband (10) im Bereich
der Pragestellen an den Sollbruchstellen aufgetrennt wird und mindestens eine der dabei gebildeten Trennflachen (24) einen Teil der Berandung der
Erhebung (21, 22) bildet,d) Querteilen des Metallbands (10), so dass mindestens ein Kontaktelement (1) in Form eines Bandabschnitts (15) gebildet
wird, wobei das Kontaktelement (1) mindestens eine Erhebung (21, 22) aufweist.Die Erfindung umfasst ferner ein Kontaktelement (1) und eine Hiilse
mit einem solchen Kontaktelement (1).
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